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고용노동부
보도자료

보도시점 2026. 9. 20.(일) 12:00 (2026. 9. 21.(월) 조간)

반도체 제조업 집중 점검 결과 발표
- 집중점검 결과, 338건 위반, 28건 사법 처리, 과태료 120건 등 조치
- SK하이닉스 청주, 누출·화재·폭발 위험요인 등 119건 위반, 사법처리 및 과태료 등
- SK하이닉스 이천, 작업절차 미준수에 따른 도급승인 취소

    고용노동부(장관 김영훈)는 ’26.6월 불소 누출 사고가 잇따라 발생한 
SK하이닉스(주) 청주캠퍼스를 비롯한 반도체 제조업 27개소를 대상으로 
’26.6.26.~9.18. 집중 점검을 실시하고 그 결과를 발표하였다.
    반도체 제조업은 유해·위험 화학물질과 고압가스를 취급함에 따라 화재·
폭발·누출 등에 의한 대규모 피해가 발생할 수 있는 위험업종으로, 지난 6월 
SK하이닉스(주) 청주캠퍼스에서 누출‧화재 사고(2건)가 발생하였다. 
    이에 반도체 사업장의 대형재난 예방을 위하여 SK하이닉스(주) 청주
캠퍼스에 대한 감독 및 26개 반도체 사업장에 대한 점검을 실시하여 산업
안전보건법 위반사항 총 338건을 적발하였다. 

[ 감독결과 종합 ]
구분 계 사법처리 과태료 시정조치 기타

종합 338건 28건 120건(11,200만원) 188건 2건*

SK하이닉스(주)
청주캠퍼스 119건 28건 84건(3,200만원) 7건 -

그 외(26개소) 219건 - 36건(8,000만원) 181건 2건

* (기타 2건) 도급승인 취소 1건, 사용중지명령 1건
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[ ❶ SK하이닉스(주) 청주캠퍼스 감독 결과 ] 

    누출‧화재 사고가 발생했던 SK하이닉스(주) 청주캠퍼스에 대한 감독 결과 
총 119건의 산업안전보건법 위반이 확인되었다. 
    먼저, 안전보건규칙 위반 총 28건을 적발하여 사법처리할 계획이다. 
특히, ① 안전밸브 전·후단에 차단밸브 설치(→ 비상시 안전밸브 기능 마비로 
폭발 위험) ② 폭발위험장소 내 방폭 성능이 없는 전기 기계·기구 사용(→ 
스파크 발생 시 폭발·화재 위험) 등 위반사항이 적발되어 화재‧폭발 위험
요인이 적절히 관리되고 있지 않은 것으로 나타났다. 
    과태료는 84건에 대해 약 3,200만원을 부과한다. 경고표시 미부착, 물질
안전보건자료(MSDS) 미게시 등 위반사항이 적발되었으며, 지난 6월에 발생한 
화재‧폭발 사고는 공정안전보고서* 부적정 이행**(과태료 대상)에 따른 사고
였던 것으로 확인되었다. 그 밖에 공정안전보고서 보완이 필요한 사항 7건에 
대해 시정조치할 예정이다.
  * 사업주는 산업안전보건법 제44조 및 제45조에 따라 유해·위험 설비가 있는 경우 

공정안전보고서를 작성하여 안전보건공단에 제출하여 심사를 받고 이행하여야 함
 ** 공정안전보고서에 따른 사전점검 미실시 및 안전작업허가 대상임에도 허가 없이 가스 

작업 개시
[ ❷ 반도체 제조 사업장 26개소 점검 결과 ] 

    SK하이닉스(주) 이천캠퍼스 등 반도체 제조 사업장 26개소에 대한 
점검 결과, 총 219건의 산업안전보건법 위반사항을 확인하였다.
    안전보건규칙 위반 총 181건을 적발하여 시정조치하였다. 화재·폭발·
누출 관련하여, 황산 배관 엔드캡* 미설치(→ 유해가스 누출 위험), 밸브 
개폐방향 미표기(→ 비상시 차단 지연), 가스감지기 미설치(→ 누출시 감지 
불가) 등을 적발했다. 그 밖에 추락·감전·끼임 방지조치 미흡, 밀폐공간 작업 
표지 미부착 등도 다수 적발되었다. 
      * (엔드캡) 배관 등의 끝부분을 막는 마개
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    SK하이닉스(주) 이천캠퍼스*에서는 도급승인** 작업에 대한 작업절차서 
미준수를 적발하여 도급승인 취소 처분을 하였으며(질산 폐액 노동자 접촉 
재해 발생), A사업장에 대해서는 안전검사를 받지 않은 산업용리프트를 적발
하여 사용중지명령을 하였다.
  * (SK하이닉스(주) 이천캠퍼스) 시정지시 39건, 도급승인 취소 1건, 과태료 8건(27,700,000원)
 ** 산업안전보건법 제59조(‘20.1.16. 전부 개정시행) 에 따라, 사업장에서 급성 독성, 

피부 부식성 등이 있는 불산·황산·염산·질산 등 취급 작업을 도급하려는 경우에는 고용
노동부의 승인을 받아야 함.

    한편, 과태료는 총 36건(13개 사업장)에 대해 약 8,000만원을 부과한다. 
위험물질 취급 장소 경고 표시 미부착, 물질안전보건자료(MSDS) 미게시 
등을 적발하였다. 

[ 화재‧폭발 등 안전조치 위반사례 ]
위반사항 문제 사항 위험

안전밸브 차단밸브 설치
(안전보건규칙 제266조)

비상시 압력을 빼주는 
안전밸브 미작동

설비 과압으로 폭발 위험

비방폭형 장비 사용
(안전보건규칙 제311조)

가연성 가스 있는 곳에서 
스파크 발생

순간적 폭발·화재 위험

황산 배관 엔드캡 미설치
(안전보건규칙 제257조)

메인 밸브 고장 시 
황산 가스 누출

유해가스 누출 위험

밸브 개폐방향 미표기
(안전보건규칙 제258조)

비상시 어떤 방향으로 
돌려야 할지 모름

차단 지연 시 유해가스 누출

가스감지기 미설치
(안전보건규칙 제299조)

유해가스 누출 시
즉시 알기 어려움

작업자 중독·질식사 위험

화염방지장치 규격 미달
(안전보건규칙 제269조)

인화성 액체 탱크에서 
불꽃 역류 가능

탱크 폭발 위험

경고표시 미부착
(산업안전보건법 제37조)

위험물질을 모르고 접근 무방비 노출로 중독·화상 위험

MSDS 미게시
(산업안전보건법 제114조)

노출 등 사고 시 대응절차 모름 초기 대응 지연으로 2차 피해 확대

세척시설 미설치
(안전보건규칙 제451조)

유해물질이 피부·눈에 닿음 즉시 세척 불가시 영구 손상 위험
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[ ❸ 후속조치 ] 

    고용노동부는 관련 업계를 선도하는 SK하이닉스(주)를 비롯한 주요 
기업들에서도 화재·폭발·누출 관련 사항을 포함한 법 위반사항이 다수 확인된 
만큼 행정·사법조치를 철저히 하고, 관련 협·단체와의 협의를 통해 위반사례를 
전파하여, 이번 점검을 받지 않은 사업장에서도 위험요인을 스스로 확인하고 
개선하도록 유도할 예정이다.
    류현철 산업안전보건본부장은 “반도체 공장은 유해가스‧고압가스를 다루는 
만큼 작은 관리 소홀도 대형 참사로 이어질 수 있다”고 언급하며, “이번 
SK하이닉스(주) 청주캠퍼스 사고는 경고등이었다”라고 강조했다. 이어, “세계 
최고 수준의 기술력을 갖춘 반도체 산업에 걸맞게 중대재해 예방 역시 최고 
수준으로 관리할 것”을 당부했다.

붙임 1. 화재·폭발·누출 관련 OPS
     2. 반도체 제조업 공정 등 주요 특성

담당 부서 안전보건감독국 책임자 과  장 박상원 (044-202-8901)

안전보건감독기획과

담당자

사무관

주무관

주무관

강숭훈

성은창

김대규

(044-202-8914)

(044-202-8915)

(044-202-8909)

담당 부서 안전보건감독국 책임자 과  장 윤현욱 (044-202-8965)

화학사고예방조사과
담당자

사무관

주무관

진영훈

김성도

(044-202-8969)

(044-202-8967)

담당 부서 충북권 중대산업사고예방센터 책임자 센터장 배영진 (043-870-5950)

담당자 감독관 장용우 (043-870-5951)
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붙임1  화재·폭발·누출 관련 OPS
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붙임2  반도체 제조업 공정 등 주요 특성

□ (일반적 공정 흐름) ①웨이퍼제조→ ②전공정(웨이퍼가공) → ③후공정(패키징·검사)

공정 세부공정 비고

웨이퍼 
제조

실리콘 원료 → 단결정 성장(원통형 실리콘 덩어리 제작) → 절단 → 연마
→ 세정 → 웨이퍼(반도체 칩 만드는 둥근 바탕판) 완성

전공정
산화(산화막 형성) → 포토(회로 패턴 형성) → 식각(불필요 부분 제거) → 증착(절연막·금속막 

형성) → 이온주입(전기특성 부여) → 세정 → 금속배선 → EDS 검사(전기적특성 검사)

웨이퍼 위에 실제 반도체 
회로를 만드는 단계

후공정 웨이퍼 절단 → 칩 접착 → 와이어 본딩(배선) → 몰딩 → 패키징 → 최종검사 → 출하
완성된 웨이퍼를 개별 반도체 
제품으로 만드는 단계

□ (주요 사용 위험물질) 주로, 세정 및 식각 작업 등에 사용

물질명 내용 도급승인
관리대상 
유해물질

작업환경
측정 대상

특수건강
진단 대상

PSM 
유해위험물질

불산
(HF)

실리콘 산화막 제거 및 
웨이퍼 표면 세정에 사용
강한 부식성과 독성

O O O O
O(중량 10% 이상, 

제조·취급·저장 
10,000kg 이상시)

황산
(H2SO4)

웨이퍼 세정에 사용
강한 부식성, 혼합 과정 
발열 가능

O O O O
O(중량 20% 이상, 

제조·취급·저장 
20,000kg 이상)

염산
(HCl)

웨이퍼 세정 및 금속 
불순물 제거 등에 사용
부식성이 강하고 
증기·미스트 노출 위험

O O O O
O(중량 20% 이상, 

제조·취급·저장 
20,000kg 이상)

질산
(HNO3)

세정 및 금속 제거에 사용 
강한 산화성 및 부식성 O O O O

O(중량 94.5% 이상, 
제조·취급·저장 

50,000kg 이상시)

불소
(F2)

주로 건식 식각이나 챔버 
세정 등에 사용, 반응성 
크고 독성·부식성↑

X O O O O(제조·취급·저장 
500kg 이상)

포스핀
(PH3)

이온주입 또는 도핑에 사용, 
고독성 가스 X O O O O(제조·취급·저장 

500kg 이상)

염소
(Cl2)

주로 건식 식각에 사용, 
독성가스 X O O O O(제조·취급·저장 

1,500kg 이상)

과산화
수소

(H2O2)

황산이나 암모니아수 등과 
혼합하여 웨이퍼 세정에 
사용, 강한 산화제

X O O O
O(중량 52% 이상, 

제조·취급·저장 
10,000kg 이상)

암모
니아수

(NH4OH)

웨이퍼 세정액으로 사용, 
알칼리성 부식물질로 증기 
노출에도 주의

X O O O
O(중량 20% 이상, 

제조·취급·저장 
50,000kg 이상)

IPA
(Isopropyl 
Alcohol)

건조·세정, 장비·부품 
세척 등에 사용, 
높은 인화성

X O O O O(제조·취급 5,000kg 이상, 
저장 200,000kg 이상)

삼수소
화비소
(AsH3)

이온주입 또는 도핑에 사용, 
고독성 가스 X O O O X


